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du comité d'études 47 de la CE}: Dispositifs a semiconducteurs.

Cette dd
(1991),
techniqt

La prés

Le texte

| (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisatién
semble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CElL-a pou
er la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans (es)don
icité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes/Intern
laboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intére
raité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et nen{gouverneme
avec la CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitéement avec I'Or
btionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre(les*deux organisati

bcisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques, représentent, dans
5sible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que,les Comités nationaux
bprésentés dans chaque comité d’études.

bcuments produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls so
e normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tel§ par les Comités nationaux.

e but d'encourager l'unification internationale, les Comitésynationaux de la CEIl s'engagent a ap

ales et régionales. Toute divergence entre la recommmandation de la CEl et la norme
pondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette’‘derniére.

| n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa resq
as engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

tion est attirée sur le fait que certains des,éléments de la présente Norme internationale ped
de droits de propriété intellectuelle .t de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tg
sable de ne pas avoir identifié de tels~droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existen

ne internationale CEI 607481 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits i

‘"amendement 2 (1993) et 'amendement 3 (1995). Cette édition constitue une
e.

ente normédoit étre utilisée conjointement avec la CE| 60747-1 et la CEIl 60050

de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

omposée
I objet de
aines de
ationales.
5sé par le
htales, en
hanisation
bNs.

a mesure
ntéressés

t publiés

bliquer de

transparente, dans toute la mesure possible, les Normes, Internationales de la CEIl dans leufs normes

nationale
onsabilité

vent faire
nue pour
e.

htegreés,

uxiéme édition annule et remplace la premiéere édition, parue en 1984, 'amendement 1

révision

-521.

47A/637/FDIS 47A/648/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a

I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2010. A cette

date, la
* reco

publication sera
nduite;

* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

* ame

ndée.
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Internatjonal Standard IEC 6074871 has been prepared by subcommittee 47A: In
circuits,|of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This sedond edition cancelstand replaces the first edition published in 1984, amendment 1
amendnrent 2 (1993), and-amendment 3 (1995). This edition constitutes a technical re
a

This st

The tex{ of this\standard is based on the following documents:

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -

INTEGRATED CIRCUITS -

Part 1: General

FOREWORD

The IBC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardizationydomprising

all n
interngtional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and elegtronic

ional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC (is\tq promote

fields. To

this ehd and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their prepgration is

entrudted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt

with may

participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental~organizations liaising

with fhe IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closglywith the Int
Organfization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined~by agreement be
two ornganizations.

The fprmal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as po

ernational
ween the

sible, an

internptional consensus of opinion on the relevant subjects since each techfhical committee has reprg¢sentation

from 4ll interested National Committees.

The dpcuments produced have the form of recommendations for intefnational use and are published i

the form

of stgndards, technical specifications, technical reports or guides\and they are accepted by thg National

indicafed in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate, its approval and cannot be rendered responsib
equipment declared to be in conformity with one ©f)its standards.

Attentjon is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be t}
of patgnt rights. The IEC shall not be held*tesponsible for identifying any or all such patent rights.

ndard shall’be read in conjunction with IEC 60747-1 and IEC 60050-521.

FDIS Report on voting

ernational
rds. Any
be clearly

e for any

e subject

egrated

(1991),
ision.

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that this publication remains valid until 2010. At this date, in
accordance with the committees decision, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.


https://iecnorm.com/api/?name=e40769ab4e277e5a711d7dc40d13ebef

-6- 60748-1 © CEI:2002

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES -

Partie 1: Généralités

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 60748 fournit des informations générales sur les circuits intégrés.

L'objet

normes

2 Reéférences normatives

Les do
docume|

concernant les diverses catégories ou sous-catégories de circuits intégres.

cuments de référence suivants sont indispensables pour I'application du

He cette partie de la CEl 60748 est de donner des informations sur Jdés) ‘grincipes
générayx ou les exigences générales applicables a la série CEl 60748 qui‘comp

end les

présent

nt. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non

datées, |la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éyentuels
amendements).
CEIl 60050-521, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Partie 521: Disppsitifs a

semicor

CEl 603
électron

CEIl 60617-12:1997, Symboles graphigues pour schémas — Partie 12: Opérateurs

binaires|

CEI 606

CEl 607
Premieén

CEI 607

ducteurs et circuits intégrés 1)

jques

17-13:1993, Symboles graphiques pour schémas — Partie 13: Opérateurs analoj

47-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits in
e partie: Généralités

48 (toutes) les parties), Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés

3 Pré

19:1999, Présentation et spécification“des données de fiabilité pour les composants

ogiques

giques

égrés —

sentation et prescriptions relatives a la série CEl 60748

A l'étude.

NOTE Actuellement, le chapitre Ill de la CEI 60747-1 s'applique, dans la mesure du possible.

4 Ter

minologie

Pour les besoins de cette partie de la CEl 60748, les définitions relatives aux circuits intégrés
donnés au chapitre 1V de la CEl 60747-1, les définitions de la CElI 60050-521 ainsi que les
définitions suivantes s'appliquent.

1) A publier.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS -

Part 1: General

1 Scope and object

This part of IEC 60748 gives general information on integrated circuits.

The objlect of this part of IEC 60748 is to provide information on the general _pring
requirements applicable to the IEC 60748 series, which includes the standardsfor’the
categories or sub-categories of integrated circuits.

2 Normative references

The follpwing referenced documents are indispensable for the application of this do
For datgd references, only the edition cited applies. For undated“éferences, the lates
of the referenced document (including any amendments) appli€s.

IEC 60050-521, International Electrotechnical Vocabufary (IEV) — Part 521: Semicd
devices|and integrated circuits?)

IEC 60319:1999, Presentation and specification-@freliability data for electronic compo
IEC 60617-12:1997, Graphical symbols forcdiagrams — Part 12: Binary logic elements
IEC 60917-13:1993, Graphical symbois-for diagrams — Part 13: Analogue elements

IEC 60747-1:1983, Semiconductar devices — Discrete devices and integrated circuits -
Genera

IEC 60748 (all parts), Semiconductor devices — Integrated circuits

3 Presgentation‘and requirements of the IEC 60748 series

Under cpnsideration.

iples or
various

cument.
edition

nductor

hents

- Part 1:

NOTE F rth $ion bhaoina haontar 111 flEC anN747 4 Y H for o 0. aihl
ot e o e g trapterTT oo S v —appresasTaras POSStoTes

4 Terminology

For the purposes of this part of IEC 60748, the definitions relevant to integrated circui

ts given

in chapter IV of IEC 60747-1, the definitions of IEC 60050-521 as well as the following

definitions apply.

1) To be published.
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4.1 Termes généraux

411

borne (d'un dispositif & semiconducteurs)
élément conducteur destiné a assurer une connexion extérieure

[VEI 521-05-02]

4.1.2

électrode (d'un dispositif a semiconducteurs)
eélément conducteur en contact avec un semiconducteur et destiné a remplir une ou plusieurs
des fonctions suivantes: émettre ou collecter des électrons ou des trous, ou agir sur leur
mouvement

[VEI 52

41.3

-05-01]

borne non connectée

borne s
sans pe
du cabl
circuit
NOTE 1
NOTE 2

41.4

borne n

anNs connexion interne qui peut étre utilisée comme relais pour, tn-cablage ¢

hge) ne dépasse pas la valeur limite de la tension d'alimefitation la plus él

L'abréviation est NC (non connectée).

Si I'on peut appliquer des tensions plus élevées, il convient de le {preciser.

on utilisée

borne qui n'est pas utilisée dans les applications:™hormales et qui peut ou non a

connexi
NOTE L

41.5

domain

bn interne

abréviation est NU.

de la science et de l'ingénierie qui traite des circuits électroniques fortemer

microézfctronique

turisés
[VEI 52

4.1.6

t de leur utilisation
-10-01]

électronique intégrée

art et te

4.1.7
caracté
NOTE L

ristiques de verrouillage des circuits intégrés
pS\symboles littéraux donnés dans les titres sont uniquement des exemples. lls montrent que |

chnologie désla conception, de la fabrication et de I'utilisation des circuits intégrg

xtérieur

rturber la fonction du dispositif, si la tension appliquée a cette borne (par I'intermédiaire

bvée du

oir une

t minia-

b symbole

littéral pour une caracieristique de verroulllage particullere est obtenu en ajoutant un indice suppl
normalisé a l'indice du symbole littéral pour la tension particuliére ou le courant particulier.

4.1.7.1
état de

verrouillage

émentaire

état réversible caractérisé par un chemin conducteur persistant de faible impédance, et
résultant du déclenchement d'une structure bipolaire a quatre couches consécutif au courant
résultant d'une surtension a I'entrée, a la sortie ou sur I'alimentation

[VEI 521-10-11]

4.1.7.2

phénomeéne de verrouillage

process

us qui résulte en un état de verrouillage
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neral terms

terminal (of a semiconductor device)

conduct

ive element provided for external connection

[IEV 521-05-02]

4.1.2

electrode (of a semiconductor device)
conductive element in electric contact with a semiconductor that performs one or more of the

function

[IEV 521

s of emitting or collecting electrons or holes, or of controlling their movements
Q5 ('\1]

413

blank t¢rminal
that has no internal connection and that can be used as a support. for-external wiring

termina
without
of the W

NOTE 1
NOTE 2

41.4

non-usable terminal

termina
connect

NOTE T

41.5

microellectronics

field of
use

[IEV 52

4.1.6
integra
art and

4.1.7
latch-u

NOTE T
latch-up
symbol fo

disturbing the function of the device, if the voltage applied to this\ferminal (by
iring) does not exceed the highest supply voltage rating of the gircuit

The abbreviation should be NC (no internal connection).

If higher voltages are acceptable, this should be stated.

that is not used in normal applications and ¢hat may or may not have an
on

he abbreviation should be NU.

science and engineering that deals*with highly miniaturized electronic circuits g

-10-01]

ed electronics
echnology of the.design, fabrication and use of integrated circuits

b characteristics of integrated circuits

he letter-symbols given in the titles are examples only. They show how the letter symbol for a
haracteristic is composed by adding a standardized additional subscript to the subscript in
I the particular voltage or current.

4.1.71

latch-up state
reversible state in which a low-impedance path has resulted from and persists following the
current resulting from an input, output or supply overvoltage that triggers a parasitic four-layer
bipolar structure

[IEV 521-10-11]

4.1.7.2

latch-up

process

that results in a latch-up state

means

internal

nd their

particular
the letter
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courant (d'alimentation) a I'état de verrouillage (Icc(L), Ipp(L))
courant circulant par une borne d'alimentation spécifiée d'un circuit intégré lorsque ce circuit

esten é

4.1.7.4

tat de verrouillage

courant de maintien a I'état de verrouillage (Icc(L)mins IDD(L)min)
courant (d'alimentation) a I'état de verrouillage minimal nécessaire pour maintenir un circuit
intégré en état de verrouillage

4.1.7.5
tension

(d'alimentation) a I'état de verrouillage (Vcc(L), Vpp(L))

tension
d'alimer

4.1.7.6
courant
courant
intégré

4.1.7.7
tension
tension
circuit in

4.1.7.8

courant
courant
d'un cirg

4.1.7.9

tension
valeur |
corresp

4.1.8 H

4.1.8.1

datimentatiom —entre—tes—bormes correspondantes  du_dispositif—a—un
tation spécifié lorsque le circuit intégré est en état de verrouillage

de verrouillage (Ixjatch, liatch)
le plus faible d'une durée spécifiée circulant par une borne déterminée d'u
hui entraine le phénoméne de verrouillage

de verrouillage (Vxjatchs Viatch)
la plus faible d'une durée spécifiée qui, appliquée entre*deux bornes détermin
tégré, entraine le phénomeéne de verrouillage

d'alimentation de verrouillage (Icciatchs IDDlatch)

courant

h circuit

pes d'un

le plus faible d'une durée spécifiée circulant par une borne d'alimentation déterminée

uit intégré qui entraine le phénomeéne de verrouillage

d'alimentation de verrouillage (Vcciatchs VDDlatch)
h plus faible d'une tension d'alimentation d'une durée spécifiée appliquée auX
bndantes d'un circuit intégré qui entraine le phénomene de verrouillage

Poubelle

donnéeps périmées

donnéeg

4.1.8.2

qui ne sontiplus nécessaires

bornes

collectg des_données périmées
processps. qui identifie les zones de stockage qui peuvent étre réutilisées

4.2 Types de dispositifs

4.2.1

dispositif a semiconducteurs
dispositif dont les caractéristiques essentielles sont dues au flux de porteurs de charge a
I'intérieur d'un semiconducteur

NOTE Cette définition comprend les dispositifs dont les caractéristiques essentielles sont dues en partie
seulement au flux de porteurs de charge dans un semiconducteur mais qui sont considérés comme des dispositifs a
semiconducteurs pour la spécification.

[VEI 521-04-01]
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latch-up state (supply) current (Icc(L), Ipp(L))
current flowing either in or out of a specified supply terminal of an integrated circuit when the
integrated circuit is in the latch-up state

41.7.4

latch-up state holding current (Icc(L)mins IDD(L)min)
minimum latch-up state (supply) current necessary to hold an integrated circuit in the latch-up

state

41.7.5

latch-up-state{supphy)-veltage-FeccyH ooy

supply
integrat

4.1.7.6
latch-u
lowest
integrat

4.1.7.7
latch-u
lowest
that cau

4.1.7.8
latch-u
lowest (¢
of anin

4.1.7.9
latch-u
lowest
termina

41.8 (

4.1.81

garbage data

data thg

oltage between the relevant device terminals at a specified supply current W
bd circuit is in the latch-up state

p current (Ixjatchs liatch)
turrent of a specified duration flowing either in or out of a specified termin
bd circuit that causes latch-up to occur

b voltage (Vxjatchs Viatch)
oltage of a specified duration applied to a specified terminal of an integrate

ses latch-up to occur

p supply current (Icciatch: Ipplatch)
urrent of a specified duration flowing€ither into or out of a specified supply

egrated circuit that causes latch-up.te.occur

p supply voltage (Vcciatchs V' DDlatch)
value of a supply voltage,of a specified duration applied to the relevant

s of an integrated circuit that causes latch-up to occur

barbage

t are nortenger needed

4.1.8.2

garbage ‘collection

hen the

Bl of an

H circuit

ferminal

device

process

that identifies the storage zones that can be reused

4.2 Types of devices

4.2.1

semiconductor device
device whose essential characteristics are due to the flow of charge carriers within a semi-

conduct

or

NOTE The definition includes devices whose essential characteristics are only in part due to the flow of charge
carriers in a semiconductor but that are considered as semiconductor devices for the purpose of specification.

[IEV 521-04-01]
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4.2.2

microstructure

dispositif électronique qui a une forte densité d'éléments de circuits et qui est considéré
comme une seule unité

[VEI 521-10-02]

4.2.3

circuit intégré

microstructure dans laquelle tous les éléments de circuit ou certains d'entre eux sont associés
de fagon inséparable et interconnectés électriquement de fagon qu'elle soit considérée comme
indivisible pour la construction et le commerce

[VEI 521-10-03]

NOTE 1 |Les normes du CE 47 de la CEl sur les circuits intégrés a semiconducteurs se référent généralgment aux
circuits ingégrés qui sont congus comme des microstructures.

NOTE 2 |Afin de mieux définir la nature d'un circuit intégré, des termes qualificatifs supplémentaires pelivent étre
ajoutés. Har exemple:

— circuit Intégré monopuce;

— circuit Intégré multipuce;

— circuit Intégré a couches minces;

— circuit Intégré a couches épaisses;

— circuit Intégré hybride a couches;

— circuit Intégré hybride a semiconducteurs.

4.2.4
circuit intégré a semiconducteurs
disposit|f a semiconducteurs congu comme un circuitintégré

[VEI 521-10-05]

4.2.5
circuit intégré monopuce
circuit intégré a semiconducteurs constitué d'une seule puce

NOTE Ep anglais, I'emploi du terme «monolithic semiconductor integrated circuit» est déconseillé.

4.2.6
circuit intégré multipuce

circuit intégré a semiconducteurs contenant au moins deux puces
[VEI 521-10-10]

NOTE Ep anglais, I'emploi du terme «polylithic semiconductor integrated circuit» est déconseillé.

4.2.7
circuit intégré.-a couches
circuit intégré dont les éléments de circuit, y compris les interconnexions, sont des élé
couche 365 - i

ments a

NOTE Les éléments a couches peuvent étre actifs ou passifs.

[VEI 521-10-06]

4.2.8

circuit intégré hybride

circuit intégré constitué d'une combinaison d'au moins deux composants intégrés ou discrets
ou des composants des deux types

NOTE Pour identifier un type spécifique de circuit intégré hybride, il convient que des qualificatifs supplémentaires
soient apposés (par exemple a couches) et qu'une définition spécifique soit fournie.
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4.2.2

microcircuit

electronic device that has a high circuit-element density and that is considered to be a single
unit

[IEV 521-10-02]

4.2.3

integrated circuit

microcircuit in which all or some of the circuit elements are inseparably associated and
electrically interconnected so that it is considered to be indivisible for the purpose of cons-
truction and commerce

[IEV 52{-70-03]

NOTE 1 |IEC TC 47 standards on semiconductor integrated circuits generally refer to integrated scircuitp that are
designed [as microcircuits.

NOTE 2 |To further define the nature of an integrated circuit, additional qualifiers may be prefixed. For eample:
— single-¢hip integrated circuit;

— multi-chip integrated circuit;

— thin-film integrated circuit;

— thick-film integrated circuit;

— hybrid |ntegrated circuit;

— hybrid semiconductor integrated circuit.

4.2.4
semicophductor integrated circuit
semiconductor device designed as an integrated circuit

[IEV 52]-10-05]

4.2.5
single-¢hip integrated circuit
semicornductor integrated circuit containing only a single chip (die)

NOTE The use of the term “monolithic semjconductor integrated circuit” is deprecated.

4.2.6
multi-chip integrated circuit
semiconductor integrated _eircuit containing two or more chips

[IEV 521-10-10]

NOTE The use of the term “polylithic semiconductor integrated circuit” is deprecated.

4.2.7
film integrated circuit

integratedi.circuit whose circuit elements,
formed i i

including the interconnections, are film

NOTE The film elements may be active or passive.

[IEV 521-10-06]

4.2.8

hybrid integrated circuit

integrated circuit formed by a combination of two or more integrated components or discrete
components or both

NOTE To identify a specific type of hybrid integrated circuit, additional qualifiers (for example, film) should be
prefixed and a specific definition should be provided.
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4.3 Caractéristiques d'écrétage des circuits intégrés

4.3.1

courant d'écrétage d'entrée Ik
courant d'entrée dans une région de résistance d'entrée différentielle faible qui permet de
limiter I'excursion en tension

4.3.2

courant d'écrétage de sortie Igk
courant de sortie dans une région de résistance de sortie différentielle faible qui permet de
limiter I'excursion en tension

4.3.3

tension
tension
limiter I'

4.3.4

tension
tension
limiter I'

44 C

4.4.1
couche
couche
couches

[VEI 52

4.4.2
couche
couche
risation

[VEI 52

4.4.3
couche
couche

[VEI 52

4.4.4
couche

d'écrétage d'entrée Vi
d'entrée dans une région de résistance d'entrée différentielle faible qui-pe
BXxcursion en tension

d'écrétage de sortie Vok
de sortie dans une région de résistance de sortie différentielfe faible qui pe
bXxcursion en tension

bncepts technologiques

(d'un circuit intégré a couches)
de matériau solide formée par tout procédé.de dépdt sur un substrat ou sur
déposées sur un substrat

-10-07]

mince (d'un circuit intégré a couches)
générée par un proceédé d'accrétion tel que le dépdt en phase vapeur ou |
sous vide

-10-08]

épaisse (d'uncircuit intégré a couches)
pénérée par.un‘procédé d'impression ou d'autres techniques similaires
-10-09]

rmet de

rmet de

d'autres

h pulve-

plaquée

couche obtenue par dépdt chimique et/ou électrochimique

4.4.5
feuille

couche de matériau solide qui peut étre manipulée indépendamment d'un substrat

4.4.6

circuit (a connexion) multicouche
circuit possédant plusieurs couches d'interconnexions entre les couches séparées par au

moins u

4.4.7
couche

ne couche isolante ou un espace

protectrice

couche de matériau isolant appliquée sur les éléments de circuit afin d'assurer une protection
mécanique et climatique et d'éviter toute contamination


https://iecnorm.com/api/?name=e40769ab4e277e5a711d7dc40d13ebef

60748-1

© IEC:2002 -15 -

4.3 Clamping characteristics of integrated circuits

4.3.1
input cl

amping current Ik

input current in a region of low differential input resistance that serves to limit the voltage
excursion

4.3.2

output clamping current Igk
output current in a region of low differential output resistance that serves to limit the voltage
excursion

4.3.3

input ¢
input vd
excursig

4.3.4
output
output
excursid

4.4 Te

4.4.1
film (of
layer of

amping voltage Vik
Itage in a region of low differential input resistance that serves to limit“the
n

clamping voltage Vpk
oltage in a region of low differential output resistance that serves to limit the
n

Chnological concepts

a film integrated circuit)
solid material formed by any deposition preeess upon a substrate or upon otk

deposite¢d on a substrate

[IEV 52

4.4.2

thin filn
film pro
[IEV 52

443

-10-07]

n (of a film integrated circuit)
juced by an accretion procéss such as vapour phase deposition or vacuum sp

-10-08]

thick film (of a film integrated circuit)

film pro
[IEV 52

juced by a printing process or other related techniques
-10-09]

4.4.4

voltage

voltage

er films

ittering

plated ]ilm

film obtai

4.4.5
foil
layer of

4.4.6

solid material that can be handled independently of a substrate

multilayer (connection) film circuit
circuit having more than one layer of film interconnections separated by at least one
insulating film or gap

4.4.7

protective coating
layer of insulating material applied over the circuit elements for the purpose of mechanical
and climatic protection and prevention of contamination
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4.4.8
enrobage

procédure utilisant des résines qui peuvent étre durcies pour former un corps enrobant

I'assemblage électronique, par exemple
— coulage;

— moulage;

— immersion;

— moulage par transfert

4.4.9

dépot en phase vapeur
dépbt de atalli
d'une squrce de matériau en phase vapeur par dép6t physique ou par réaction chimiqu

[VEI 521-03-15]

4.4.10
pulvérisation sous vide

a partir

procédd de formation de couches minces par lequel un bombardemént d'ions ou ume autre
énergie |est utilisé pour libérer des particules d'une source solide qui¥se déposent enguite sur

une surface proche
[VEI 521-03-17]

4.4.11
sérigraphie

dépbét de couches métalliques, isolantes ou semiconductrices sur des substrats solides par

pression de pates a travers des écrans
[VEI 521-03-16]

4.4.12
substrat (d'un circuit intégré a couches)

partie dg matériau formant un support\pour les éléments de circuit a couches et si posgible les

compospnts rajoutés

4.5 Types particuliers de circuits intégrés

4.5.1
circuit intégré hybride.a couches

circuit imtégré a couches dans lequel la majorité des éléments de circuit sont produits
qu'éléments a coliches sur un substrat et qui est complété par des éléments rajoutés
sur le suibstrat‘ou-ailleurs dans le boitier

4.5.2
circuit

en tant
montés

circuit intégré a semiconducteurs dans lequel la majorité des éléments de circuit sont produits
en tant qu'éléments de circuit a semiconducteurs et qui est complété par des composants

rajoutés dans le bofitier

4.5.3
circuit intégré passif hybride a couches
circuit intégré hybride a couches dans lequel tous les éléments de circuit sont passifs

4.5.4
circuit intégré actif hybride a couches
circuit intégré hybride a couches dans lequel au moins un élément de circuit est actif
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4.4.8

embedding
process using resins that can be hardened to produce a body embedding the electronic
assembly, for example

- casting;

- dip-c
- trans

deposit
source

potting;

oating;
fer moulding

ipn of conducting, insulating or semiconducting films on to solid substrates
aterial in the vapour phase by physical deposition or chemical reaction

[IEV 521-03-15]
4.410
sputter|ng

process| for forming films in which ion bombardment or other application of energy is
free particles from a solid source that become deposited on a nearby surface

[IEV 52

4.4.11
screen
deposit
pastes

[IEV 52

4.412

piece o

-03-17]

Jprinting technique

through screens
-03-16]

material forming a supporting base for film circuit elements and possibly

substrte (of a film integrated circuit)

componjents

4.5 Particular device types.of-integrated circuits

4.51
hybrid

ilm integrated circuit

film integrated circuit in which the main part of the circuit elements is produced

elemen
substra

4.5.2
hybrid

ﬂs on a sUbstrate and that is completed by added components mounted
e or elséwhere in the package

semiconductor integrated circuit

from a

used to

ipbn of conducting, insulating or semiconducting.films on to solid substrates by pressing

added

as film
on the

semiconductor integrated circuit in which the main part of the circuit elements is produced as
semiconductor circuit elements and that is completed by added components in the package

4.5.3

passive hybrid film integrated circuit
hybrid film integrated circuit in which all circuit elements are passive

4.5.4

active hybrid film integrated circuit
hybrid film integrated circuit in which at least one circuit element is active
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4.5.5
circuit intégré a couches minces
circuit intégré a couches dont les éléments de circuit sont des éléments a couches minces

NOTE En général, les éléments a couches sont formés par des techniques de dépdt sous vide, complétées si
possible par d'autres techniques de dépét.

4.5.6

circuit intégré a couches épaisses
circuit intégré a couches dont les éléments de circuit sont des éléments a couches épaisses

5 Symboles littéraux

5.1 Lettres fondamentales

Seuls lg¢s articles et les paragraphes relatifs aux lettres fondamentales duchapitfe V de
la CEI 60747-1 sont applicables.

5.2 Indices pour les circuits intégrés digitaux
5.21 Tensions et courants
5.21.1 Premier indice

Il indique la borne a laquelle la grandeur électrique est mesurée.

Le type [de borne est identifié par un des symboles suivants:

| = borne d'entrée
O ou Q| = borne de sortie

NOTE 1 |[La liste ci-dessus n'est pas exhaustive.

NOTE 2 |Actuellement, pour la borne d'alimentation, on répéte I'indice ou bien on utilise pour indice leq lettres S
ou P, maip on ne peut présentement indiquer aucune préférence.

5.2.1.2 | Deuxiéme indice
Il indique le domaine dansiequel se situe le niveau de la tension considérée.

H indique le domaine‘le’/plus positif
L indique le domaine le moins positif

NOTE Cktte convention s'applique, que la lettre fondamentale indique la tension ou qu'elle indique le codrant.

5.2.1.3 | "\ Troisiéme indice (si nécessaire)

Il indique une valeur définie de la grandeur électrique indiquée par la lettre fondamentale.

Le systéme préférentiel est:

A = la valeur la plus positive (la moins négative) du domaine
B = la valeur la moins positive (la plus négative) du domaine

NOTE 1 On donne des exemples d'application de ce systéme a la figure 1.

NOTE 2 |l est reconnu que, pendant une période de transition, les symboles «max» et «min» peuvent exister.
Dans ce cas, il faut indiquer leur sens précis (c'est-a-dire: valeur algébrique, valeur absolue, etc.).
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4.5.5
thin-film integrated circuit
film integrated circuit whose circuit elements are thin-film elements

NOTE Usually, the film elements are formed by vacuum deposition techniques, possibly supplemented by other
deposition techniques.

4.5.6
thick-film integrated circuit
film integrated circuit whose circuit elements are thick-film elements

5 Letter symbols

5.1 BaLic letters

Only the clauses and subclauses referring to the basic letters of chapter V of [IEC 60747-1 are
applicable.

5.2 Supscripts for digital integrated circuits
5.2.1 Vjoltages and currents
5.2.1.1 |First subscript

It indicaftes the terminal at which the electrical quantity is.measured.

The type of terminal is identified by one of the following symbols:

I
OorQ

NOTE 1 |The above list is not exhaustive.

input terminal

output terminal

NOTE 2 |At present, for the supply terminal, ‘double subscripts are used and also the subscript letters § or P, but
no prefer¢gnce can be given at the present time.

5.2.1.2 |Second subscript
It indicates the range of levels within which the voltage at the terminal lies.

H denotes the most.pesitive range of levels
L denotgs the least positive range of levels

NOTE This cenvention applies whether the basic letter indicates voltage or whether it indicates current.

5.2.1.3 Yhird-subsecript

K H AN
Wit TCyuircu)

A~

It indicates a defined value of the electrical quantity denoted by the basic letter.

The preferred system is:

A = the most positive (least negative) value of the range
B = the least positive (most negative) value of the range

NOTE 1 Examples of the use of this system are given in figure 1.

NOTE 2 It is recognized that, during a transition period, the symbols "max" and "min" might exist. In this case,
their precise significance (i.e. algebraic, absolute magnitude, etc.) must be stated.
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+00 +00 +oo
| | A
7 Via
H
1T Vs
7 Na
L
v VI-IA
1 ' H
00— 0—+— 0 —4—
= Vaa —T Ve
H
AT AYV,
L
i S V
JR VLA LB
L
/ / Y
—00 —00 —00

IEC 950/02
Figure 1 — Exemples montrant I'utilisation des indices A et B

5.21.4 Autres informations

Dans le| cas de courants, on peut avoir besoin d'autres informations sur les conditiohs élec-
triques glans lesquelles on mesure le courant.

Exemple: 1) A @ VoL et.pour une valeur spécifiée de la tension d'alimentation.

5.2.2 Temps de commutation

5.2.2.1 Premier indice

Afin de fistinguer entre les divers temps de commutation, on utilise comme premier indlice I'un
des indites—stivants:

P = propagation
D = délai
T = transition

5.2.2.2 Deuxiéme et troisiéme indice

Le premier indice est suivi d'un ensemble de deux lettres indiquant le changement d'état de la
maniére suivante:

HL indique que le temps est mesuré sur le flanc de décroissance des impulsions;
LH indique que le temps est mesuré sur le flanc de croissance des impulsions.

NOTE Des indices majuscules sont nécessaires pour H et L afin d'éviter toute confusion; il convient alors d'utiliser
une lettre majuscule pour le premier indice.
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5.21.4

In the ¢
which th

Exampl

5.2.2 Switching times

5.2.2.1

In order

+00 +oo +oo
| A i
7 Via
H
T Vs
7 Via
L
7 YA
AT H
0—p— 0—7F— 0 ——
—7— Vua — Vg
H
e S Vi
L
—— 1= Vs
L
J J Y

IEC 950/02

Figure 1 — Examples showing the use of subscripts A and B

Further information

ase of currents, further/nformation may be required on the electrical condition
e current is measured.

. I)La at VoL and.at a specified value of the supply voltage.

First.subscript

to{distinguish between the different switching times, one of the following su

should |

p
D
T

5.2.2.2

g used ags a firstsubscript:

propagation
delay
transition

Second and third subscripts

s under

bscripts

The first subscript is followed by a set of two letters to indicate the change of state, in the
following manner:

HL indicates that the time is measured on the falling edge of the pulses;

LH indicates that the time is measured on the rising edge of the pulses.

NOTE Capital letter subscripts for H and L are required to avoid confusion; it is then convenient to use a capital
letter for the first subscript.
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Autres indices

établissement ou préparation
maintien

résolution

Association maitre-esclave

Pour les associations «maitre-esclavey, il n'y a pas besoin de symbole littéral supplémentaire
pour la désignation littérale. Si cela s'avére nécessaire, on pourra faire référence a l'association
«maitre-esclave» en ajoutant maitre-esclave a la désignation littérale.

53 In

Voir CE

6 Val

6.1 In

Cet arti
article 1

Idices pour les circuits intégrés analogiques

60748-3.

eurs limites et caractéristiques essentielles

troduction

cle fournit les prescriptions électriques, thermiques et“mécaniques. Le cha
. de la CEIl 60747-1 s'applique.

6.2 Format cadre pour la présentation des données’publiées

Le chap

6.3 M

tre VI, article 2, de la CEl 60747-1, s'applique.

ethode pour la description des valeurs limites et caractéristiques essentie

de la spécification de fonction desceircuits intégrés

6.3.1

Les val
essentidg
spécifié
fonction

Les cirG
sont cor

NOTE 1
sont cou
spécificat
NOTE 2

Généralités

purs limites et caractéristiques essentielles ainsi que la spécification de
lle des circuits intégrés, y compris des circuits intégrés multifonctions, qui doiy
s dans les données publiées, peuvent étre déterminées a partir du concept
nel unitaire (UFB)-dans le cadre d'un document unique.

uits intégrés ‘multifonctions se distinguent par les blocs fonctionnels unitaires
Nposés.

Les valelrs limites et caractéristiques essentielles et la spécification de fonction des circuits in
lertes par la série CEI 60748 sont valables en tant que valeurs limites et caractéristiques esse
on_de fonction de blocs fonctionnels unitaires pour la présente méthode.

bitre VI,

les et

fonction
ent étre
de bloc

dont ils

égrés qui
htielles et

cation de

fonction pour blocs fonctionnels unitaires qui ne sont pas encore couvertes par des publications existantes.

6.3.2

Classification

Toutes les fonctions, quelle que soit leur complexité, peuvent étre décrites a I'aide du concept

de bloc

a) Bloc

fonctionnel unitaire (UFB).

fonctionnel unitaire (UFB)

La plus petite subdivision d'un circuit intégré qui accomplit une fonction qui peut étre définie
séparément et étre caractérisée, évaluée et subir des essais directement.

NOTE 1

peuvent pas étre évalués et/ou subir des essais complétement.

Un bloc fonctionnel unitaire peut étre lui-méme composé de blocs fonctionnels plus petits qui ne

NOTE 2 Des circuits intégrés a petite échelle peuvent étre définis en tant que blocs fonctionnels unitaires, par

exem

ple les portes, les bascules, etc.
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Other subscripts

t-up

h = hold

res = resolution

5.2.2.4

Master-slave arrangements

For "master-slave" arrangements, no additional letter symbols for the letter designation are
needed. If it is considered necessary, a reference to the master-slave arrangement may be
made by adding "master-slave" to the letter designation.

5.3 Su
See |IEC

6 Ess

6.1 Int

This clause provides the electrical, thermal and mechanical requirements. Cha

clause 1

6.2 Standard format for the presentation of published data

Chapten

6.3 Method for describing essential ratings and characteristics and function

specifig

6.3.1 G

Essentigl ratings and characteristics and also essential function specification of in

circuits
may be
single d

MFICs 1

NOTE 1
IEC 6074
method.

NOTE 2

bscripts for analogue integrated circuits

60748-3.

bntial ratings and characteristics

roduction

, of IEC 60747-1 is applicable.

VI, clause 2, of IEC 60747-1, is applicable.

ation of integrated circuits
eneral
ncluding multifunction ‘integrated circuits (MFIC) to be specified in the publish

established on the\ basis of a concept of Unitary Functional Block (UFB)
pcument.

hay be distinguished by the UFBs of which they are composed.

Existing( essential ratings and characteristics and function specification for integrated d
B series—are valid as essential ratings and characteristics and function specification of UF

New/essential ratings and characteristics and function specification for UFB not already cove

bter VI,

egrated
ed data
within a

ircuits of
B for this

fed within

existing p

6.3.2 C

bistreddocumentsstoutdbeprepared:

lassification

All functions, as complex as they are, can be described using the unitary functional
block(UFB) concept.

a) Unitary functional block (UFB)

The smallest subdivision of an integrated circuit that performs a function that may be
separately defined and that can be directly characterized, assessed and tested.

NOTE 1

assessed and/or tested completely.

One unitary functional block may itself be composed of smaller functional blocks that cannot be

NOTE 2 Small-scale integrated circuits can be defined as unitary functional blocks, for example, gates, flip

flops,

etc.
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Il peut exister plusieurs schémas différents de blocs fonctionnels unitaires. Les circuits
intégrés sont multifonctions si les blocs fonctionnels unitaires sont interconnectés ou
programmables. Sinon, les circuits intégrés sont multiples ou a fonctions mixtes selon la
nature des blocs fonctionnels unitaires (UFB) et dans ce cas les définitions suivantes

s'appliquent.
ADC/DAC - ——p———| Controleur | ROM
| I programmable
| |
| |
| |
| |
| |
I I
Numérique /0 ———4-——— CPU -——+——— RAMet ROM
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
' ' C t'd
Analogique /1O |- ——1 | Mixte. I/O 1 ] ourant des
alimentations
! !
Lumiére
Température Courant des
Pression alimentations
Magnétisme
IEC 951/02
Figure 2 — Exemple de blocs’fonctionnels unitaires
b) Circuit intégré multifonction (MFIC)
Circpit intégré possédant un certain_nombre de blocs fonctionnels unitaires dont [certains
sont| interconnectés afin d'accomplir, une fonction plus complexe, et/ou au moins|un bloc
fonctionnel unitaire dont la fonction peut étre modifiée selon la commande externg ou les
entr¢es de programmation cheiSies.
NOTHE S'il existe un risque d'ambiguité, les circuits répondant a la seconde partie de la définition pepvent étre
distinjgués par la mention «proggrammable».

c) Circ

Circ
les U

NOTE

défin

d) Circ

Uit intégré multiple

ns des autres.

Un circuit intégré a fonctions multiples peut comporter des blocs fonctionnels qui répon
tion desceircuits intégrés multifonctions.

Litdntégré a fonctions mixtes

it intégré possédant une série de blocs fonctionnels unitaires identiques indépendants

dent a la

Circ

Uit Integre possedant des DIOCS Tonctionnels unitaires diirerents qul ne sont p

connectés.

as inter-

NOTE Un ou plusieurs de ces blocs fonctionnels peuvent également étre répétés en tant que fonction
multiple.

6.3.3

Méthode

Le schéma général des valeurs limites et caractéristiques essentielles et spécification de
fonction qui sont communes a tous les circuits intégrés multifonctions est présenté en 6.11.

Les valeurs limites et caractéristiques essentielles et spécification de fonction qui sont spéci-
fiques a un circuit intégré multifonction particulier doivent étre déterminées a partir des valeurs
limites et caractéristiques essentielles et spécification de fonction des blocs fonctionnels
unitaires qui composent ce circuit intégré multifonction.
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Several different arrangements of unitary functional blocks can exist. Integrated
are multifunction if the UFBs are interconnected or programmable. Otherwi

circuits
se, the

integrated circuits are multiple or mixed-function depending on the nature of the UFBs and

the following definitions apply.

Field
ADC/DAC =T Controller ———T—— programmable
| | ROM
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Digital 1/0 . CPU F——+——— RAMand ROM
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Analogll0  ——L1——- Misc. I/O - ——1_———1 Powersupply
| |
Light
Temperature Power supply
Pressure
Magnetism

IEC 951/02

Figure 2 — Example of unitary functional blocks

b) Multjfunction integrated circuit (MFIC)
Integrated circuit containing either (or both) a number of unitary functional blocks pome of
whigh are interconnected to.provide a more complex function, or at least one| unitary
funcfional block the function) of which can be changed under the selection of pxternal
contfol or programming inputs.
NOTHE Where confusion/may arise, circuits conforming to the second half of the definition maly be dis-
tinguished by the qualifier,*programmable”.

c) Multjple integrated circuit
Integrated .€Circuit containing an array of identical unitary functional blocks that are
independent of each other.
NOTE <A ,multifunction integrated circuit may contain functional blocks that conform to mulfi-function
integtated circuit definition

d) Mixed-function integrated circuit
Integrated circuit containing different unitary functional blocks that are not interconnected.
NOTE One or more of these functional blocks may also be replicated as a multiple function.

6.3.3 Method

The general scheme of essential ratings and characteristics and function specification which
are common to all MFICs is given in 6.11.

Essential ratings and characteristics and function specifications which are specific to a
particular MFIC shall be established from the essential ratings and characteristics and
function specification of those UFBs of which the MFIC is composed.
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6.4 Définitions

Le chapitre VI, article 3 de la CEI 60747-1, s'applique.

6.5 Définitions des conditions de refroidissement

Le chapitre VI, article 4 de la CEl 60747-1, s'applique, dans la mesure du possible.

6.6 Liste des températures préférentielles

Il convient de choisir les températures utilisées pour indiquer les valeurs limites pour les
circuits intégrés analogiques et digitaux doivent étre choisies dans la liste suivante:

—65 °C;|-565 °C; —-40 °C; -25°C; -10 °C; 0 °C; 25 °C; 55 °C; 70 °C; 85 °C; 100 °C; (125 °C;
150 °C;|175 °C; 200 °C.

NOTE Les valeurs —65 °C, 150 °C, 175 °C et 200 °C s'appliquent seulement a la température de stockag

W

6.7 Liste des tensions préférentielles

6.7.1 Liste des tensions nominales préférentielles pour les conditions de
fonctionnement recommandées

a) Circpits numériques

Les|tensions utilisées pour indiquer les conditions™de fonctionnement recommlandées
doivent étre, autant que possible, choisies dans la liste suivante:
— Cifcuits bipolaires: 1,5V; 5,0 V; 12 V; 15 V; paur ECL seulement: 3,5V;4,5V; 5,3 V.

NOTHE Ces valeurs ne concernent pas les circuits [ntégrés logiques a injection (I2L) pour lesqyels il est
actugllement difficile de fixer des valeurs.

— Circuits MOS:1,2V;15V;18V;25V+3,0V;3,3V;50V;12V;15V;18V; 24

Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser~une valeur de ces listes, il est recommand¢ que la
valepr de la tension soit choisie dans la liste suivante:
4,0VY;6,0V;9,0V;30V;48 ;100 V.

NOTHE Lors de l'introduction de\nouvelles technologies, il est recommandé que les valeurs deq tensions
d'alinjentation soient choisiesqparmi celles données dans la liste ci-dessus de tensions préférentielles

b) Circuits analogiques

Il copnvient de choisir les tensions utilisées pour indiquer les conditions de fonctiomnement
recommandées)dans la liste suivante:

1,2Y;1,5\V;98V;25V;30V;33V;40V;50V;6,0V;9,0V;12V;15V; 18}, 24V,
30\ 36/V;48 V; 100 V.

c) Circpitsvd'interface

1,2V;15V;18V;25V;30V;33V;40V;50V;6,0V;90V;12V;15V;18V; 24V,
30V; 36 V; 48 V; 100 V; pour ECL seulement: 3,5V; 4,5V, 52 V.

6.7.2 Tolérances sur les tensions

Les valeurs suivantes pour les tolérances positives et négatives, applicables a tous les types
de circuits intégrés, sont recommandées:

0,3V; 5 %; 10 %; 20 %.

Les tolérances au-dessus et au-dessous de la valeur nominale, c'est-a-dire les tolérances
positives et négatives, ne sont pas nécessairement les mémes.

NOTE Les tolérances sur les tensions d'alimentation, exprimées en valeurs absolues, peuvent étre arrondies au
nombre décimal le plus proche.
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6.4 Definitions

Chapter VI, clause 3 of IEC 60747-1, is applicable.

6.5 Definitions of cooling conditions

Chapter VI, clause 4 of IEC 60747-1, is applicable where appropriate.

6.6 List of preferred temperatures

The temperatures used for stating the ratings for analogue and digital circuits should be
chosen from the following list:

—65 °C;|-55 °C; —40 °C; -25 °C; —10 °C; 0°C; 25°C; 55°C; 70 °C; 85 °C; 1002Cy125 °C;
150 °C;|175 °C; 200 °C.

NOTE The values —65 °C, 150 °C, 175 °C and 200 °C apply only for storage temperature.

6.7 List of preferred voltages
6.7.1 Ljst of preferred nominal voltages for recommended operating conditions

a) Digifal circuits
The|voltages used for stating the recommended operating'conditions should be, wherever
posgible, chosen from the following list:

— Bipolar circuits: 1,5 V; 5,0V; 12 V; 15 V; for ECL only: 3,5V; 4,5V; 5,2 V.

NOTE These values do not concern integrated injection™ogic circuits (I2L) for which it is difficlt to give
valuegls at present.

— MOS circuits: 1,2V;1,5V;1,8V;25V;350V;3,3V;50V;12V;15V; 18 V; 24|V.

Whgn it is not possible to use a value from these lists, it is recommended that valye of the
voltage be chosen from the followingtist:

4,0VY;6,0V;9,0V;30V;48V;J00V.

NOTE When new technologies arelintroduced, it is recommended that values for supply voltage he chosen

from fhose given in the above list'ofjpreferred voltages.
b) Analogue circuits

The|voltages used(for stating the recommended operating conditions should be|chosen
from the followingulist:

1,2YVY;1,5V,A8V;25V;3,0V;33V;4,0V;50V;6,0V;9,0V;12V;15V;18);24V;
30 \; 36 V;48'V; 100 V.

c) Intefface. circuits
125\ 18V 25V 30V:33V:40V:50V:60V;90\:12V:15\;18V: 24 V;
30 V; 36 V; 48 V; 100 V; for ECL only: 3,5V, 4,5V, 5,2 V.

6.7.2 Tolerances on voltages

The following values of positive and negative tolerances, applicable to all types of integrated
circuits, are recommended:

0,3V;5 %; 10 %; 20 %.

The tolerances above and below the nominal value, i.e. the positive and the negative
tolerances, need not necessarily be the same.

NOTE The power supply voltage tolerances, expressed in absolute values, may be rounded off to the nearest
decimal figure.
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6.8 Valeurs limites et caractéristiques mécaniques et autres données

Le chap

itre VI, article 7, de la CEI 60747-1, s'applique, dans la mesure du possible.

6.9 Dispersion et conformité de la production

Le chap

itre VI, article 11, de la CEI 60747-1, s'applique.

6.10 Cablages et circuits imprimés

Le chap

itre VI, article 12, de la CEI 60747-1, s'applique.

6.11 S
6.11.1
6.11.1.1

Le grou

6.11.1.2
6.11.1.2
Si les di

6.11.1.2

Une des

6.11.1.2

La tech
couche

chema general pour tous les types de circuits integres
Généralités
Domaine d'application

be ou la famille auquel le dispositif appartient doit étre indiqué.

Identification et types de circuit
.1 Désignation et types

spositifs ont une catégorie fonctionnelle ou électrique, cela doit étre indiqué.

.2 Description générale de la fonction

.3 Technologie de fabrication

nologie de fabrication, par exemple circuit intégré a semiconducteurs monolit
mince, hybride, microassemblage, doit étre indiquée. Cette indication doit conmj

des détails sur les technologies-de*semiconducteurs.

S'ily a
stockag

6.11.1.2

Le num

lieu, cette indication*doit également comporter des détails sur le type de ceq
: matrice diode,\liaison fusible, type a injection avalanche a porte flottante, etc

.4 ldentification du boitier

bro CElet/ou la référence nationale du dessin d'encombrement et le matériau

du boiti¢r, panexemple céramique, plastique, verre, doivent étre indiqués.

cription générale de la fonction accomplie par le circuit intégré doit étre donnégq.

hique, a
prendre

llule de

brincipal

6.11.1.2.5 Application principale

S'il y a lieu, l'application principale du dispositif doit étre indiquée, par exemple contrbleur de
séquence, commande haute tension, convertisseur A/D vidéo, etc.

S'il existe des restrictions quant aux applications, cela doit étre indiqué.

6.11.2

Description relative a I'application

Des informations sur l'application du dispositif dans les équipements ou les circuits et ses
relations avec les dispositifs associés doivent étre données. Leur contenu dépendra de la

fonction

a décrire.


https://iecnorm.com/api/?name=e40769ab4e277e5a711d7dc40d13ebef

60748-1 © IEC:2002 -29 -

6.8 Mechanical ratings, characteristics and other data

Chapter VI, clause 7, of IEC 60747-1, is applicable, where appropriate.

6.9 Production spread and compliance

Chapter VI, clause 11, of IEC 60747-1, is applicable.

6.10 Printed wiring and printed circuits

Chapter VI, clause 12, of IEC 60747-1, is applicable.

6.11 Gpeneral scheme for all types of integrated circuits
6.11.1 General
6.11.1.1 Scope

The gropup or family to which the device belongs shall be given.

6.11.1.2 Circuit identification and types
6.11.1.2.1 Designation and types

If devicgs have a functional or electrical category, it shallbe stated.

6.11.1.2.2 General description of the function

A generpl description of the function performedby the integrated circuit shall be given

6.11.1.2.3 Manufacturing technology
The mahufacturing technology, for example, semiconductor monolithic integrated circtit, thin-

film intefgrated circuit, hybrid integrated circuit, microassembly, shall be stated. This statement
shall inglude details of the semjconductor technologies.

If necegsary, this statemefitishall also include details of the type of storage cell: diodg matrix,
fusible ljnk, floating-gate\avalanche-injection type, etc.

6.11.1.2.4 Package-identification

IEC and/or national reference number of the outline drawing and principal package material,
for examplej.ceramic, plastic, glass, shall be stated.

6.11.1.2.5 Main application

If necessary, the main application shall be stated, for example, sequence controller, high-
voltage driver, video A/D converter, etc.

If there are any restrictions for applications, these shall be stated here.

6.11.2 Application-related description

Information on application in equipment or in circuits and the relation with the associated
devices shall be given. The content will depend on the function to be described.
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6.11.2.1 Conformité avec une norme de systéme et/ou d'interface

Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer si le dispositif est conforme a une norme de systéme et/ou
d'interface. On donnera des informations sur la norme, par exemple son nom ou son numéro
de référence. (Exemples de normes: norme d'interface de bus, d'interface d'entrée/sortie, de
systéme de communication, etc.)

6.11.2.2 Schéma fonctionnel global

Un schéma fonctionnel doit étre donné, montrant la fonction principale du dispositif et
expliquant I'ensemble de la fonction.

6.11.2.3—Caractéristique principate disponible par programmation

On doit jdentifier les caractéristiques qui sont disponibles.

6.11.2.4 Données de référence

Les propriétés les plus importantes pour permettre la comparaison des, types de composants
entre eyx doivent étre indiquées.

6.11.2.5 Compatibilité électrique

On doit| indiquer si le circuit intégré est compatible éleectriquement avec d'autres| circuits
intégrég particuliers ou d'autres familles de circuits intégrés ou si des interfaces spdcifiques
sont nég¢essaires. Des détails doivent étre donnés sur_le type du circuit de sortie, par ¢xemple
trois étdts, collecteur ouvert, etc. Si le dispositif est interchangeable avec d'autres didpositifs,
ceci doif étre indiqué.

6.11.2.6 Dispositifs associés
S'il y a ljeu, indiquer:

— les dispositifs nécessaires au fanctionnement correct du dispositif (liste avec numméro de
type| désignation et fonction),

— les dispositifs périphériques a interface directe (liste avec numéro de type, désignation et
fonction).

6.11.3 | Spécification.de la fonction
6.11.3.1 Schéma fonctionnel détaillé — blocs fonctionnels

Un schgma fonctionnel détaillé ou des renseignements équivalents sur le circuit intégrg doivent
étre dornés:

Il convient que le schéma fonctionnel comporte ce qui suit:

a) blocs fonctionnels;

b) interconnexions mutuelles entre les blocs fonctionnels;

c) unités fonctionnelles individuelles au sein des blocs fonctionnels;

d) interconnexions mutuelles entre les unités fonctionnelles individuelles;
e) fonction de chaque connexion externe;

f) interdépendance entre les blocs fonctionnels séparés.

Le schéma fonctionnel doit identifier la fonction de chaque connexion externe et, s'il n'y a pas
de risque d'ambiguité, il peut également indiquer les symboles et/ou numéros de bornes. Si
I'encapsulation a des parties métalliques, il convient d'indiquer toute connexion a partir des
bornes externes. S'il y a lieu, les connexions avec des éléments électriques externes associés
doivent étre indiquées.
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6.11.2.1 Conformance to system and/or interface standards

If applicable, it shall be stated whether the device conforms to a system and/or interface
standard. Details of that standard shall be given, for example, the name of the standard or its
reference number. (Examples of standards: bus interface standard, input/output interface
standard, communication system standard, etc.)

6.11.2.2 Overall block diagram

A block diagram shall be given, showing the main function of the device together with an
explanation of that function.

6.11.2.3 Main feature available by programming

Featurep that are available shall be identified.

6.11.2.4 Reference data

Most important properties to permit comparison between types shall bé given.

6.11.2.5 Electrical compatibility
It shall pe stated whether the integrated circuit is electrically.compatible with other pprticular
circuits |of families of integrated circuits or whether special interfaces are required.| Details

shall be given on the type of the output circuit, for example, three-state, open-collegtor, etc.
Interchgngeability with other devices, if any, shall alsb.be given.

6.11.2.4 Associated devices

If appliclable, the following should be indicated:
- devifes necessary for correct operation (list with type number, designation, and function);
- peripheral devices with direct interfacing (list with type number, designation, and fynction).
6.11.3 PBpecification of the function

6.11.3.1 Detailed block-diagram — functional blocks

A detailed block diagram or equivalent circuit information of the integrated circuit ghall be
given.

The blogk diagram should be composed of the following:

fungtional blocks;

[

[}

mutual interconnections among the functional blocks;

o O

)

)

) individual functional units within the functional blocks;

) mutual interconnections among the individual functional units;
)

function of each external connection;

- O

) interdependence between the separate functional blocks.

The block diagram shall identify the function of each external connection and, where no
ambiguity may arise, it can also show the terminal symbols and/or numbers. If the
encapsulation has metallic parts, any connection to them from external terminals should be
indicated. The connections with any associated external electrical elements shall be stated,
where necessary.
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Afin d'apporter des informations supplémentaires, le schéma du circuit électrique complet peut
étre reproduit mais sans indiquer nécessairement les valeurs des composants du circuit.

Le symbole graphique de la fonction doit étre indiqué. Il peut étre obtenu a partir d'un catalogue
de normes de symboles graphiques ou congu conformément aux régles de la CEl 60617-12 ou
de la CEI 60617-13.

6.11.3.2

Identification et fonction des bornes

Toutes les bornes doivent étre identifiées sur le schéma fonctionnel (bornes d'alimentation,
bornes d'entrée ou de sortie, bornes d'entrée/sortie).

Les fong¢tions de borne 1) a 4) doivent étre indiquées dans un tableau comme suit:
Nyméro Symbole 1) Désignation 2) Fonction Fonction de la-bofne
de Ia borne | de la borne de la borne 3) Identification 4) Type qu
d'entrée/sortie circuit de sprtie
1) Désignation de la borne

La désignation de la borne indiquant la fonctionnde la borne doit étre donnée. Leg bornes

d'alimentation, de terre, non connectées (abréviation NC), non utilisables (abréviation NU)

doivent étre distinguées.
2) Fongtion

Unelindication bréve de la fonction dela borne doit étre donnée.

— Ues fonctions au niveau logique actif, au niveau logique non actif et a I'état de haute
impédance, s'il y a lieu.

— (Chaque fonction des bornes a fonctions multiples.

— (Chaque fonction dui.circuit intégré choisie par connexions mutuelles de broches,
grogrammation et/ou application de données de sélection de fonction a la brpche de
gélection de fonction, telle que la broche de sélection de mode.

— HRormat de données d'entrée/sortie ou format de données de transfert, c'est-a-dire en
gérie ou en¢parallele.

3) ldentificatioh d'entrée/sortie

Les |bornes d'entrée, de sortie, d'entrée/sortie et d'entrée/sortie multiplex doivent étre

distinguees

4) Type de circuit de sortie

Le type de circuit de sortie, par exemple trois-états, drain ouvert, collecteur ouvert, doit étre
distingué.

6.11.3.3 Description de la fonction

La fonction accomplie par le circuit doit étre spécifiée avec indication des renseignements
suivants:

a) Bloc

s fonctionnels

Les fonctions de chaque bloc fonctionnel doivent étre indiquées. La description de chaque

bloc

doit comprendre les renseignements suivants:

— fonction de base;
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For additional information, a complete electrical circuit diagram can be reproduced, but not
necessarily with indications of the values of the circuit components.

A graphical symbol for the function shall be given. This may be obtained from a catalogue of
standard graphical symbols or designed according to the rules of IEC 60617-12 or IEC 60617-13.

6.11.3.2 lIdentification and function of terminals

All terminals shall be identified on the block diagram (supply terminals, input or output
terminals, input/output terminals).

The tern mnal fitnectinne 1V 4+~ AV chall ha inAdinatad 1n A tahln Ao fAllavac-
H R EHO RS t0—4StarroeHateateaHatao e aSTonowWs:

Tefminal Terminal 1) Terminal 2) Function Function of terminal

nymber symbol designation 3) Input/output 4) Type of
identification output cirg¢uit

1) Terminal designation

The|terminal designation indicating the function\ef the terminal shall be given.| Supply
termlinals, ground terminals, blank terminals (with’abbreviations NC), non-usable t¢rminals
(with abbreviations NU) shall be distinguisheds

2) Fungtion

A brlef indication of the terminal function shall be given.

- The functions at the active logic level, the non-active logic level and the high-
impedance state, where appropriate.

Fach function of multi-role’ terminals, that is, terminals that have multiple functiIns.

ramming and/or( application of function selection data to the function selecfion pin,

B

- BRach function of the integrated circuit selected by mutual pin connectiofps, pro-
g

quch as mode selection pin.

- Ipput/outputydata format or transfer data format, that is, serial or parallel.

3) Input/outputiidentification
Input, output, input/output, and multiplex input/output terminals shall be distinguishr;d.

4) Type of output circuit
Type of output circuit, such as three-state, open-drain, open-collector shall be distinguished.

6.11.3.3 Functional description

The function performed by the circuit shall be specified, including the following information:

a) Functional blocks

The functions of each functional block shall be stated. The description of each block shall
include the following:

— basic function;
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relation avec les bornes externes;
relation avec les autres blocs fonctionnels;

pour les autres fonctions, par exemple la fonction a alimentation réduite, se re
la partie correspondante de la CEl 60748.

S'il y a lieu, un tableau de fonction et/ou de mode peut étre donné.

b) Description du fonctionnement

c) Desgription du logiciel
Le cps échéant, on doit ajouter ce qui suit.

porter a

Mode de fonctionnement (par exemple méthode de mise en marche, préférence, état

défectueux).

Renseignements sur les données et/ou signaux (par exemple format et séquence des

données, correspondance analogique-numérique ou numérique-analogique).

Interrupteur.
$équenceur/compteur.

Un jeu d'instructions (ne s'applique qu'au cas des dispositifs_"type micropro
rdinateur).

e(s) format(s) d'instructions doit(doivent) étre donné(s),{par exemple champ
pérationnel, champ du mode d'adressage, champ de¢a“définition du registre
pérande, etc.

ar le dispositif doit étre donnée. Elle doit indiguer le code d'instructions, la syn
nnémonique d'instructions, I'(les) opération(s) résultante(s) et les registres
ffectés par I'exécution de l'instruction, le_ nombre de cycles d'horloge et le no

instruction et le(s) mode(s) d'adressage associé(s) a chaque instruction, y co
tatut du registre.

g
L

g

d

Une liste compléte, sous forme de tableau, des instructions qui peuvent étre ex
¢

M

2

q

I

S

Dn doit utiliser des tableaux séparés pour chaque type d'instructions.
Ces types peuvent étre par exemple:

-+ instructions de transfert;

-4 instructions arithmétiques;

+ instructions logiques;

+ instructions de décalage et de rotation;

-+ instructions de branchement;

-4 instructions de manipulation de mots;

- instructions de commande.

cesseur/

Hu code
champ

ecutées
hbolique
jui sont
mbre de

ycles de machine nécessaires et, s'iky~a lieu, le hombre de mots qui composent

mpris le

format d'instructions.

6.11.3.4 Caractéristiques de famille

Uawreprésentation en bits de chaque instruction doit étre donnée conforméimnent au

Dans cette partie, la description fonctionnelle spécifique de toute la famille doit étre indiquée
(en référence a la CEI 60748-2, a la CElI 60748-3 et a la CEl 60748-4).

S'il existe des valeurs limites et caractéristiques et des caractéristiques de fonction pour la
famille, la partie correspondante de la CEl 60748 doit étre utilisée (par exemple pour les
microprocesseurs, se reporter a la section trois du chapitre Il de la CEIl 60748-2).

NOTE Pour chaque nouvelle famille de dispositifs, des renseignements spécifiques doivent étre ajoutés dans la
partie correspondante de la CEIl 60748.
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relation to external terminals;
relation to other functional blocks;

for other functions, for example, power-down function, see the applicable part of
IEC 60748.

Where appropriate, a function table and/or mode table may be given.

b) Operation related description

c) Software-related description
If applicable, the following shall be given.

6.11 .3.41 Family-related characteristics

Operating mode (for example, set-up method, preference, default state).

Information on data and/or signals (for example, data format and timing, analogue-to-
digital or digital-to-analogue correspondence).

Interrupt handling

Timer/counter handling.

n instruction set (only applies to microprocessor/computer type of.devices).

[he instruction format(s) shall be given, for example, operation-code field, gdddress-
node field, register-definition field, operand field, etc.

evice shall be given. It shall give the instruction code, the instruction mnemqgnic, the
peration(s) that result from, and the registers that@re affected by the executign of the
ipstruction, the number of clock cycles and theS\number of machine cycles fequired
nd, where appropriate, the number of words forming the instruction and the
ddressing mode(s) associated with each instruction, including the status of register.

/
1
M
A comprehensive list in tabular form of the instructions ‘that may be performed by the
q
q
[

A separate table shall be used for each type of instructions.
These types could be, for example:

- transfer instructions;

- arithmetic instructions;

4 logic instructions;

- shift and rotate instructions;

- branch instructions;

4 word manipulation instructions;

- control instructions.

The bit réepresentation of each instruction shall be given in accordance With the
ipstruction/format.

In this part, all family-specific functional descriptions shall be given (see IEC 60748-2,
IEC 60748-3 and IEC 60748-4).

If ratings and characteristics and function characteristics exist for the family, the relevant part
of IEC 60748 shall be used (for example, for microprocessors, see IEC 60748-2, chapter llI,
section 3).

NOTE For each new device family, specific items shall be added in the relevant part of IEC 60748.
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6.11.4 Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)

Le tableau de ces valeurs doit contenir ce qui suit.
Toute interdépendance des conditions limites doit étre spécifiée.

Si des éléments connectés extérieurement et/ou fixés, par exemple des radiateurs, ont une
influence sur les valeurs limites, celles-ci doivent étre spécifiées pour le circuit intégré avec les
éléments connectés et/ou fixés.

Si les valeurs limites sont dépassées pour la surcharge transitoire, les excés tolérés doivent
étre spécifiés avec leur durée.

Si les vjleurs minimales et maximales différent au cours de la programmation dw d|spositif,
ceci doit étre indiqué.

Pour toutes les tensions, la référence est une borne de référence spécifiée\(Vss, terre, letc.).

Afin de [satisfaire aux articles suivants, si des valeurs maximales et/0u minimales sonlt citées,
le fabrigant doit indiquer s'il se référe a la grandeur absolue oura_la valeur algébriqyie de la
quantité].

Les valgurs limites indiquées doivent couvrir le fonctionnement du circuit multifonction|dans la
gamme | spécifiée des températures de fonctionnement./ Lorsque de telles valeurqy limites
dépendé¢nt de la température, cette dépendance doit étre indiquée.

6.11.4.1 Valeurs limites électriques

a) Tengions d'alimentation

b) Coufants d'alimentation (s'il y a lieu)
c) Tengion(s) d'entrée

d) Tension(s) de sortie

e) Coufant(s) d'entrée (s'il y a lieu)

f) Coufant(s) de sortie
g) Autres tensions et/Qu courants de bornes
h) Tengion différentielle entre I'entrée et la sortie (s'il y a lieu)

~

Disgipation de)puissance.

14

La spécjfication particuliére peut indiquer ces valeurs dans le tableau avec les notes 1 ¢t 2.

Paramétres (notes 1 et 2) Symboles Minimum Maximum Unité

NOTE 1 S'il y a lieu, conformément au type de circuit considéré.

NOTE 2 Pour la gamme de tensions d'alimentation:

— valeur(s) limite(s) de la (des) tension(s) continue(s) a la (aux) borne(s) d'alimentation en fonction d'un point de
référence électrique spécifié;

— s'il y alieu, les valeurs limites de tensions entre les bornes d'alimentation spécifiées;

— lorsque plusieurs alimentations sont nécessaires, on indique si la séquence dans laquelle ces alimentations
sont appliquées est significative; si tel est le cas, il convient d'indiquer cette séquence;

— lorsque plusieurs alimentations sont nécessaires, il peut étre indispensable d'indiquer les combinaisons de
valeurs limites pour ces tensions et courants d'alimentation.


https://iecnorm.com/api/?name=e40769ab4e277e5a711d7dc40d13ebef

60748-1 © IEC:2002 - 37 -

6.11.4 Limiting values (absolute maximum rating system)

The table of these values shall contain the following.

Any interdependence of limiting conditions shall be specified.

If externally connected and/or attached elements, for example, heatsinks, have an influence
on the values of the ratings, the ratings shall be specified for the integrated circuit with the

elements connected and/or attached.

If limiting values are exceeded for transient overload, the permissible excess and their

duration shall be specified.

Where ||ninimum and maximum values differ during programming of the device, this
stated.

All voltgges are referenced to a specified reference terminal (V'ss, GND, etg,):

In satisfying the following clauses, if maximum and/or minimum values are quo
manufag¢turer must indicate whether he is referring to the absolufe” magnitude o
algebralic value of the quantity.

The ratings given must cover the operation of the multifunetion integrated circuit ¢

specified range of operating temperatures. Where such ratings are temperature-def
this dependence shall be indicated.

6.11.4.1 Electrical limiting values

a) Power supply voltages

b) Power supply currents (where appropriate)
c) Inpdt voltage(s)

d) Output voltage(s)

e) Inpyt current(s) (where appropriate)

f) OutIut current(s)
g) Oth
h) Volthge difference between input and output (where appropriate)

r terminal voltages.and/or currents

i) Power dissipatien:

The dethil specification may indicate those values within the table including notes 1 an

Shall be

ed, the
to the

ver the
endent,

PFrameters (notes 1 and 2) Symbols Minimum Maximum Unit

NOTE 1 Where appropriate, in accordance with the type of circuit under consideration.

NOTE 2 For power supply voltage range:

- limiting value(s) of the continuous voltage(s) at the supply terminal(s) with respect to a specified electrical

reference point;
- where appropriate, limiting values for voltages between specified supply terminals;

- when more than one supply is required, a statement should be made as to whether the sequence in which

these supplies are applied is significant; if so, the sequence should be stated;

- when more than one supply is required, it may be necessary to state the combinations of ratings for these

supply voltages and currents.
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6.11.4.2 Températures

a) Température de fonctionnement
b) Température de stockage.

La spécification particuliére peut indiquer ces valeurs dans le tableau avec la note.

Paramétres (note) Symboles Minimum Maximum Unité

NOTE SJil y a lieu, conformément au type de circuit considéré.

6.11.5 | Conditions de fonctionnement

Ces copditions ne doivent pas étre contrblées mais sont applicables a l'assurance de la
qualite.

6.11.5.1 Alimentation — valeurs positives et/ou négatives
6.11.5.2 Séquences d'initialisation

Si des |séquences d'initialisation spéciales sont necessaires, la procédure de sg¢quence
d'alimerjtation et d'initialisation doit étre spécifiée.

6.11.5.3 Entrée(s) d'horloge

6.11.5.4 Tension(s) d'entrée

6.11.5.3 Courant(s) de sortie

6.11.5.6 Tension et/ou courant d'une (d')autre(s) borne(s)
6.11.5.7 Eléments externes (s'il y a lieu)

6.11.5.8§ Gamme des‘températures de fonctionnement

6.11.5.9 Exigences de temps

Les exigences-de temps spéciales doivent étre spécifiées dans la spécification pafticuliére
applicahles

6.11.6 Caractéristiques électriques

Les caractéristiques doivent s'appliquer dans toute la gamme des températures de fonction-
nement, sauf spécification contraire. Si la performance indiquée du circuit varie dans la gamme
des températures de fonctionnement, les valeurs des tensions d'entrée et de sortie et des
courants associés doivent étre données a 25 °C et aux extrémes de la gamme des
températures de fonctionnement. Les valeurs de courant et de tension doivent étre données
pour chaque type fonctionnellement différent d'entrée et/ou de sortie.

Les caractéristiques et exigences de temps spéciales doivent étre spécifiées.
Chaque caractéristique de 6.11.6.1 et 6.11.6.2 doit étre indiquée

a) soit dans la gamme spécifiée des températures de fonctionnement,
b) soit a une température de 25 °C, et aux températures de fonctionnement maximale et minimale.
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Temperatures

a) Operating temperature

b) Storage temperature

The detail specification may indicate those values within the table including the note.

Parameters (note) Symbols Minimum Maximum Unit

NOTE W

6.11.5 Pperating conditions

They arg not to be inspected but may be used for quality assessment‘purposes.

6.11.5.1
6.11.5.2

here appropriate, in accordance with the type of circuit under consideration.

Power supplies — positive and/or negative values

Initialization sequences

If specigl initialization sequences are necessary, power supply sequencing and initialization

procedy
6.11.5.3
6.11.5.4
6.11.5.5
6.11.5.6
6.11.5.7
6.11.5.8
6.11.5.9

Special

6.11.6

re shall be specified.
Clock input(s)
Input voltage(s)
Output current(s)
Voltage and/or current.of other terminal(s)
External elements (where appropriate)
Operating temperature range
Timing requirements

timing requirements shall be specified within the relevant detail specification.

Electrical characteristics

The characteristics shall apply over the full operating temperature range, unless otherwise
specified. Where the stated performance of the circuit varies over the operating temperature
range, the values of the input and output voltages and their associated currents shall be

stated a
voltage

Special

Each ch

a) over
b) ata

t 25 °C and at the extremes of the operating temperature range. Values of current and
shall be given for each functionally different type of input and/or output.

characteristics and timing requirements shall be specified.

aracteristic of 6.11.6.1 and 6.11.6.2 shall be stated: either

the specified range of operating temperatures, or
temperature of 25 °C, and at maximum and minimum operating temperatures.
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Caractéristiques statiques

La liste et la définition des paramétres doit étre indiquée ici. Se reporter a la partie correspon-
dante de la CEIl 60748 pour les caractéristiques de famille.

Caractéristiques Symboles Conditions Minimum Type? Maximum Unités

2 Facult
qu'a ti

6.11.6.2
Chaque

les con
tensiong

La liste
dante ds

atif (ne pas vérifier ni utiliser a des fins d'assurance de la qualité). Les valeurs types ne.son
tre d'information.

Caractéristiques dynamiques ou en courant alternatif

caractéristique électrique dynamique ou en courant alternatif .doit étre indiqu
Jitions de pire cas électrique spécifié en fonction de la ganmime recomman
d'alimentation indiquée en 6.11.5.1.

et la définition des parametres doit étre indiquée ici. Se.reporter a la partie co
e la CEI 60748 pour les caractéristiques de famille.

données

Be dans
jée des

respon-

Caractéristiques Symboles Conditions Minimum Type? Maximum Un

tés

2 Faculf
qu'a ti

6.11.6.3
Les dia
fonction
doivent
étre ind

Tous lg

atif (ne pas vérifier ni utiliser & des fins d'assurance de la qualité). Les valeurs types ne son
tre d'information.

Diagramme de temps

jrammes de temps des signaux doivent étre limités a ceux qui sont nécessa
s du dispositifspergcues a l'extérieur de celui-ci. Tous les intervalles de te
étre connus:de l'utilisateur afin d'assurer le fonctionnement correct du circuit
qués.

temps.

données

res aux
mps qui
doivent

s parameétres mentionnés en 6.11.6.2 doivent étre donnés dans le diagrarrme de

6.11.6.4 Capacités

Les valeurs maximales des capacités aux bornes d'entrée et de sortie pour les valeurs
spécifiées de

— tens
— tens

ion(s) d'alimentation;
ion continue a la borne correspondante;

— fréquence;

— tens

6.11.7

Se repo

ions d'entrée aux autres bornes.

Programmation (s'il y a lieu)

rter a la partie correspondante de la CEIl 60748.
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6.11.6.1 Static characteristics

The parameter list and definition shall be stated here. See relevant part of IEC 60748 for
family-related characteristics.

Characteristics Symbols Conditions Minimum Typ? Maximum Units

a8 Optiogal (not to be inspected or to be used for quality assessment purposes). Typical(valuep are for
informlation only.

6.11.6.2 Dynamic or a.c. characteristics

Each dynamic or a.c. electrical characteristic shall be stated under specified electricgl worst-
case conditions with respect to the recommended range of supply voltages ag stated
in6.11.5.1.

The parpmeter list and definition shall be stated here. Se€ the relevant part of IEC 60748 for
family-r¢lated characteristics.

Chajracteristics Symbols Conditions Minimum Typ? Maximum Units

a8 Optional (not to be inspected or to\be used for quality assessment purposes). Typical values are for irfformation
only.

6.11.6.3 Timing diagram
Timing [diagrams_ofisignals shall be restricted only to those necessary to the externally
perceivgd functions of the device. Any time intervals which need to be known by the| user to
ensure the correct operation of the circuit shall be stated.

Any parpmeéter mentioned in 6.11.6.2 shall be given in the timing diagram.

6.11.6.4 Capacitances
Maximum values of capacitances at input and output terminals, for specified values of

- supply voltage(s);

- d.c. voltage at the relevant terminal,;
- frequency;

- input voltages at other terminals.

6.11.7 Programming (where appropriate)

See the relevant part of IEC 60748.


https://iecnorm.com/api/?name=e40769ab4e277e5a711d7dc40d13ebef

—-42 - 60748-1 © CEI:2002

6.11.8 Valeurs limites, caractéristiques et données mécaniques et climatiques

Toutes les valeurs limites mécaniques et climatiques spécifiques applicables doivent étre indi-
quées (se reporter également a I'article 7 du chapitre VI de la CEI 60747-1).

6.11.9 Renseignements supplémentaires

S'il y a lieu, les renseignements suivants doivent étre donnés.

6.11.9.1 Circuit d'entrée et de sortie équivalent

Des renseignements détaillés doivent étre donnés sur le type de circuits de sortie, par exemple
trois-ét in- -

Protection interne

On doit| indiquer si le circuit intégré comporte une protection interne contre les fensions
statiquep ou les champs électriques élevés.

6.11.9. Résistance thermique

6.11.9.4 Marge d'immunité au bruit
Des renseignements sur le circuit intégré qui permettent de calculer les marges d'immpunité au

bruit sopt donnés en 6.11.6.1 et 6.11.6.2 (se reporter également & 13.2 de la section un du
chapitrel 111 de la CEl 60748-2).

6.11.9.5 Charge de sortie admissible
6.11.9.6 Interconnexions des circuits numériques

Des exg¢mples d'opérations logiques (par.'exemple cablé-OU) qui peuvent étre exécdtées en
interconnectant des unités similaires doivent étre donnés.

6.11.9.7 Interconnexions avec d'autres types de circuits

S'il y a|lieu, des détails sur les”interconnexions avec d'autres circuits, par exemple,|amplifi-
cateurs|de sens, tampon, doivent étre donnés.

6.11.9.8§ Effets d'un(de) composant(s) connecté(s) extérieurement

Des coyrbes ou_des données indiquant I'effet d'un (de) composant(s) connecté(s) exiérieure-
ment qui influence(nt) les caractéristiques peuvent étre fournies.

6.11.9.9 - 'Recommandations pour tout dispositif associé

Par exemple, le découplage de I'alimentation vers un dispositif haute fréquence doit étre indiqué.

6.11.9.10 Précautions de manipulation

S'il y a lieu, des précautions de manipulation spécifiques au circuit doivent étre indiquées (se
reporter également au chapitre I1X de la CEI 60747-1).

6.11.9.11 Données d'application
6.11.9.12 Autres renseignements sur l'application

6.11.9.13 Date de publication de la feuille de données


https://iecnorm.com/api/?name=e40769ab4e277e5a711d7dc40d13ebef

60748-1

© IEC:2002 -43 -

6.11.8 Mechanical and environmental ratings, characteristics and data

Any specific mechanical and environmental ratings applicable shall be stated (see also
IEC 60747-1, chapter VI, clause 7).

6.11.9 Additional information

Where appropriate, the following information shall be given.

6.11.9.1

Equivalent input and output circuit

Detailed information shall be given regarding the type of output circuits, for example, three-

state, o

6.11.9.2

A state
protecti

6.11.9.3

ben-collector, open-drain, push-pull, and totem pole.

Internal protection

ment shall be given to indicate whether the integrated circuit~Contains
bn against high static voltages or electrical fields.

Thermal resistance

6.11.9.4 Noise margin

Informa
in6.11.

ion about an integrated circuit that enables nois&{margins to be calculated
6.1 and 6.11.6.2 (see also 13.2 of IEC 60748-2,¢chapter Ill, section one).

6.11.9.5 Output loading capability

6.11.9.6

Exampl

Interconnections of digital circuits

s of logic operations (for example, wired-OR) that may be perfory

interconnecting similar units shall be gjven.

6.11.9.7

Where
amplifie

6.11.9.8

Curves

Interconnections to other types of circuits

appropriate, details of the interconnections to other circuits, for example
s, buffer, shall besgiven.

Effects of externally connected component(s)

or data ndicating the effect of externally connected component(s) that influg

6.11.9.

internal

s given

hed by

, sense

nce the

characjristics may be given.

Recommendations for any associated device(s)

For example, decoupling of power supply to a high-frequency device shall be stated.

6.11.9.1

0 Handling precautions

Where appropriate, handling precautions specific to the circuit shall be stated (see also

chapter

6.11.9.1
6.11.9.1
6.11.9.1

IX of IEC 60747-1).

1 Application data
2 Other application information

3 Date of issue of the data sheet
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7 Méthodes de mesure

7.1

7.1.1

Exigences générales

Introduction

L'article 1 de la CEl 60747-1, chapitre VII, section un, s'applique.

7.1.2

Précautions générales

L'article 2 de la CEl 60747-1, chapitre VII, section un, s'applique.

7.2

Elles

7.3

7.3.1

Exigences specifiques aux methodes de mesure

sqnt données pour chaque méthode de mesure lors de sa description_dans
CEIl 607/48.

Systéme de numérotation pour les méthodes de mesure

Principe de numérotation

Les nunpéros attribués par la CEl aux méthodes de mesure pounrlés circuits intégrés sq
par ordre chronologique, quel que soit leur type.

NOTE

de mesurg correspondante.

Le numéro de chaque méthode de mesure est reproduit dans/lin carré, aussitot apres le titre de 13

la série

suivent

méthode

7.3.2 Liste des numéros attribués aux méthodes de mesure des circuits intégrés
N° Caractéristiques,a mesurer Partig de la
CEI p0748
1 Gourant total fourni par les alimentations“(fonctionnement dynamique) (numérique) 2
2 Huissance fournie a travers la ligne dihorloge (pour circuits numériques) 2
3 Tlemps de propagation (sauf circuitsLtMOS) (pour circuits numériques) 2
4 Tlemps de délai (pour circuits aumeériques) 2
5 Tlemps de transition (pour circuits numériques) 2
6 Qapacités d'entrée et de sortie pour un fonctionnement en grands signaux 2
(pour circuits numériques)
7 Tlemps de propagation (circuits MOS) (pour circuits numériques) 2
8 Tlemps d'établissement (pour circuits numériques) 2
9 Tlemps de maintien (pour circuits numériques) 2
10 Aréquence\de commutation (pour circuits numériques) 2
11 Gapacités d'entrée et de sortie équivalentes, résistances d'entrée et de sortie 2
dquivalentes (pour circuits numériques)
12 Qoefficient de régulation en fonction de la tension d'entrée et coefficient de stabilisation 3
en fonction de la tension d enirée (pour regulateurs de tension)
13 Taux de réjection de I'ondulation résiduelle de la tension d'entrée (pour régulateurs 3
de tension)
14 Coefficient de régulation en fonction de la charge et coefficient de stabilisation en 3
fonction de la charge (pour régulateurs de tension)
15 Tension de bruit en sortie (pour régulateurs de tension) 3
16 Coefficient de température de la tension régulée de sortie (pour régulateurs de tension) 3
17 Courant de polarisation intrinseque (pour régulateurs de tension) 3
18 Courant de court-circuit (pour régulateurs de tension) 3
19 Tension de référence (pour régulateurs de tension) 3
20 Réponse transitoire aux variations de la tension d'entrée (pour régulateurs de tension) 3
21 Réponse transitoire aux variations du courant de charge (pour régulateurs de tension) 3
22 Courants des alimentations (pour amplificateurs linéaires) 3
23 Impédance d'entrée (mesure en petits signaux) (pour amplificateurs linéaires) 3
24 Impédance de sortie (pour amplificateurs linéaires) 3
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7 Measuring methods
7.1 Basic requirements
7.1.1 Introduction

Clause 1 of IEC 60747-I, chapter VII, section one, is applicable.

7.1.2 General precautions

Clause 2 of IEC 60747-1, chapter VII, section one, is applicable.

7.2 Spgcific requirements on the measuring methods

These gre given in the description of each measuring method in the IEC 60748 ‘series.

7.3 Numbering system for measuring methods

7.3.1 Numbering principle

The numbers attributed by the IEC to measuring methods for/integrated circuits fpllow in

chronolggical order irrespective of the type.

NOTE The number of each measuring method is reproduced in a box, after the title of the relevant measuring

method.

7.3.2 Numbering list of measuring methods foriintegrated circuits

No. Characteristics to be measured Part of
IEC p0748
1 Tlotal current drawn from the power supplies {(under dynamic conditions) (digital) 2
2 Hower supplied through the clock line (for digital circuits) 2
3 Hropagation times (except MOS circuits) (for digital circuits) 2
4 Qelay times (for digital circuits) 2
5 Tlransition times (for digital cireuits) 2
6 Ihput and output capacitances for large-signal operation (for digital circuits) 2
7 Hropagation times (MQS circuits) (for digital circuits) 2
8 Jet-up times (for,digital circuits) 2
9 Hold times (for digital circuits) 2
10 Jwitching frequency (for digital circuits) 2
11 Hquivalentiinput and output capacitances, equivalent input and output resistances (for 2
digitaltcircuits)
12 Ihputvregulation coefficient and input stabilization coefficient (for voltage regulators) 3
13 Ripple rejection ratio (for voltage regulators) 3
14 Load regulation coefficient and load stabilization coefficient (for voltage regulators) 3
15 Output noise voltage (for voltage regulators) 3
16 Temperature coefficient of regulated output voltage (for voltage regulators) 3
17 Stand-by (quiescent) current (for voltage regulators) 3
18 Short-circuit current (for voltage regulators) 3
19 Reference voltage (for voltage regulators) 3
20 Transient response to changes of input voltage (for voltage regulators) 3
21 Transient response to changes of load current (for voltage regulators) 3
22 Power supply currents (for linear amplifiers) 3
23 Small-signal input impedance (for linear amplifiers) 3
24 Output impedance (for linear amplifiers) 3
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N° Caractéristiques a mesurer Partie de la
CEI 60748

25 Tension de décalage a I'entrée (pour amplificateurs linéaires) 3

26 Tension de polarisation (pour amplificateurs linéaires) 3

27 Courant de décalage a l'entrée (pour amplificateurs linéaires) 3

28 Courant de polarisation a I'entrée (pour amplificateurs linéaires) 3

29 Coefficient de température de la tension de décalage a I'entrée 3
(pour amplificateurs linéaires)

30 Coefficient de température du courant de décalage a I'entrée 3
(pour amplificateurs linéaires)

31 Amplification en tension en boucle ouverte (pour amplificateurs linéaires) 3

32 Rréeatencetsde—cotprre{poureamphficatetrstnéairesy 3

33 Tlaux de réjection en mode commun (pour amplificateurs linéaires) 3

34 Tlaux de réjection des alimentations (pour amplificateurs linéaires) 3

35 Oynamique de sortie (pour amplificateurs linéaires) 3

36 Tlemps de résolution (pour circuits numériques) 2

37 Tlensions de sortie au niveau haut et au niveau bas (pour circuits numériques) 2

38 Qourants d'entrée au niveau haut et au niveau bas (pour circuits numériques) 2

39 Tlemps de réponse (temps de délai, temps de transition, temps de vacillement; 3
temps de réponse total) (pour amplificateurs linéaires)

40 Gourant de court-circuit en sortie (pour circuits numériques) 2

41 Qourant d'alimentation en fonctionnement statique (pour circuits numériques) 2

42 Gamme de tensions d’entrée en mode commun (pour amplificateurs-linéaires) 3, Amdt 1

43 Qourant de court-circuit en sortie (pour amplificateurs opérationnels) 3

44 Yéparation des canaux, diaphonie (pour amplificateurs multiples) 3, Andt 2

45 Hréquence limite supérieure a pleine tension de charge (pour amplificateurs linéaires) 3

46 Hente maximale de la tension de sortie (pour amplificateurs opérationnels) 3

47 Qoefficient de température du courant de polarisation a I'entrée (pour amplificateurs 3
linéaires) 2

48 Tlensions de seuil (d'entrée) et tension d'hystéresis (pour circuits numériques)

49 Tlemps d'autorisation et d'inhibition en sortie (pour circuits numériques 2
g sortie trois états)

50 Tlemps spécifiques aux mémoires =/temps d'accés d'adresse 2

51 Tlemps spécifiques aux mémoires'='temps d'acces de sélection boitier 2

52 Tlemps spécifiques aux mémoires — temps d'acces de lecture 2

53 Tlemps spécifiques aux mémoires — temps de recouvrement d'écriture 2

54 Tlemps spécifiques aux-meémoires — durée (largeur) minimale de l'impulsion d'écriture 2

55 Hréquence de coupure, fréquence pour le gain unité (pour amplificateurs opérationnels) 3

56 Résistance statique-a I'état passant (pour circuits interrupteurs unipolaires de signaux 3, Andt 1
gnalogiques)

57 Tlension de"fuite de la tension de commande (pour circuits interrupteurs de signaux 3
gnalogiques)

58 I$olement d’un interrupteur a I'état bloqué (pour circuits interrupteurs de signaux 3
gnalogiques)

59 istorsion harmonique (pour circuits interrupteurs unipolaires de signaux analogiques) 3, Amdt 1

60 Affaiblissement diaphonique (pour circuits interrupteurs de signaux analogiques) 3

61 Tension de déclenchement a I'entrée en mode commun (entrées différentielles) 4
(pour amplificateurs de lecture et récepteurs)

62 Courant moyen de polarisation et courant de décalage a I'entrée (entrées différentielles 4
sans sortie accessible) (pour amplificateurs de lecture et récepteurs)

63 Temps de recouvrement de surcharge a I'entrée en mode commun (entrées 4
différentielles et d'échantillonnage) (pour amplificateurs de lecture et récepteurs)

64 Tension de décalage a I'entrée (pour comparateurs, amplificateurs de lecture et 4
récepteurs )

65 Coefficient de température de la tension de décalage a I'entrée (pour comparateurs, 4
amplificateurs de lecture et récepteurs)

66 Amplification de tension en mode différentiel (pour comparateurs et récepteurs) 4
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